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Hochste Prézision bei der Tiefenbearbeitung
von Leiterplatten

Bei der Fertigung von Leiterplatten benitigen vor allem Tiefenbearbeitungs-Prozesse eine intelligente und intu-
itiv bedienbare Steuerung. Die Ernst Lenz Maschinenbau GmbH setzt hier auf das Sofiware-Paket SLM (Smart
Layer Management), das Sieb & Meyer zusdtzlich zu seinen bewcihrten CNC-Steuerungen entwickelt hat. Das
smarte Tool erleichtert es Maschinenentwicklern und Anwendern, steigenden Anforderungen an Qualitiit und
Prozessgenauigkeit von Bearbeitungsmaschinen gerecht zu werden.

Der Trend zu immer groBerer funktioneller Integrati- ~ Parameter zunimmt. Zur Analyse und Qualitits-
onsdichte von Baugruppen setzt sich fort — das zeigt ~ kontrolle miissen zudem relevante Fertigungsdaten
sich auch in der Leiterplattenfertigung. Steigende erfasst und gesichert werden. Um diesen Anspriichen

Signalgeschwindig-
keiten erfordern ein
sauberes Leiterplat-
tendesign und eine
hohe Fertigungsqua-
litdt. Vor allem beim
Tiefenbohren und
-frisen ist eine immer
hohere Prozessgenau-
igkeit gefragt, wobei
die Anzahl der qua-
litditsbestimmenden

Hauptstandbein CNC-Steuerungen

CNC-Steuerungen sind das Hauptstandbein von Sieb & Meyer. Diese Losun-
gen werden seit Beginn der CNC-Fertigung vor gut 40 Jahren stetig weiter-
entwickelt und schreiben ihre Erfolgsgeschichte fort. Sieb & Meyer versteht
sich als Systemlieferant, der seinen Kunden ein perfekt auf die Applikationen
,Leiterplattenbohren und -frisen‘ abgestimmtes Produkt liefert — inklusive
Software-Oberflache, CNC-Achs-Controller, Frequenzumrichter, Servover-
stérker und nicht zuletzt der passenden E/A-Klemme.
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Durchkontaktierungen mit offenen Enden kdnnen durch den Antenneneffekt zu Signalstrungen bei Hochfrequenz-Signalen
fiihren. Mit dem Backdrilling kann dieser Effekt beseitigt werden: 1.) Mehrlagige Leiterplatte, 2.) Bohrung, 3.) Durchkon-
taktierung zwischen den Lagen, 4.) nach Umdrehen der Leiterplatte wird die Durchkontaktierung bis zur gewiinschten Lage
ausgebohrt. Die Backdrilling-Funktion des SLM-Software-Pakets ermdglicht dabei das genaue Bohren auf die Tiefe der

Lage in der Leiterplatte

gerecht zu werden, hat die Sieb
& Meyer AG fiir die Steue-
rungsgeneration CNC 84.00
das optionale Software-Paket
SLM entwickelt.

Zielsetzung der Entwicklung
war es zum einen, die steigen-
den Anspriiche des Marktes an
die Tiefenbearbeitung zu erfiil-
len. Das betrifft zum Beispiel
Prozesse wie das Backdrilling
oder das Reststegfrisen. Zum
anderen stand eine innovative
Umsetzung im Fokus, die den
Anwender auch in den néchs-
ten Jahren noch begeistern soll.
Ein dritter, immer wichtigerer Aspekt ist die Usabi-
lity: ,,Trotz der umfangreichen Funktionalitit soll der
Bediener die nétigen Prozessparameter leicht und
fiir ihn nachvollziehbar einrichten konnen,* erklért
Holger Dornau, Leiter Vertrieb/Marketing CNC der
Sieb & Meyer AG.

Software-Paket eréffnet neue Méglichkeiten

Die Ernst Lenz Maschinenbau GmbH hat sich bereits
fiir den Einsatz des innovativen Software-Pakets ent-
schieden. ,,Wir bauen seit 1968 Bohr- und Frisma-
schinen fiir die Leiterplattenindustrie,” so Geschéfts-
fithrer Uwe Lenz. ,,Unser Fokus liegt auf Sonderan-
wendungen und Nischenldsungen.“ Die Tiefenbear-
beitung der Leiterplatte gehort zwar schon lange zum
Standard, doch die Anforderungen an die Genauigkeit
werden immer hoher. Lenz hat deshalb mit der Bohr-
und Friasmaschine DRB 610-1+1 eine Serie entwi-
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Lenz DRB 610-1+1 AL

Leiterplatten Bohr- und Frasmaschine mit:

* luftgelagerter Bohrspindel bis 200 000 min™! oder 300000 min'!
* kugelgelagerter Frisspindel bis 60000 min'!

e automatischer Spindelumschaltung

e Kontakttiefenbohren

* Kontakttiefenfrasen

 mechanischem Tiefenfrasen mit 2. Messsystem

* CCD Kamerasystem fiir die Lageausrichtung

e Software-Paket SLM von Sieb & Meyer

e automatischem Be- und Entladesystem

ckelt, bei der die Leiterplatte mittels CCD-Kamera in
der X-Y Lage ausgerichtet wird und mit unterschied-
lichen Tiefenmesssensoren in Z-Richtung vermessen
werden kann. ,,Die hier eingesetzte Maschinensteu-
erung CNC 84.00 gewihrleistet generell schon ein
hohes Maf} an Genauigkeit, Produktivitét sowie Ver-
fiigbarkeit®, so Uwe Lenz. ,,Das Software-Paket SLM
ermdglicht es uns zudem, die gemessenen Toleranzen
der Leiterplatte zu erfassen, zu berechnen und im
Arbeitsprozess in Echtzeit zu berticksichtigen.

Das Tool ermdglicht eine hochgenaue Bearbeitung
der Leiterplatte mittels verschiedener leistungsfa-
higer Verfahren — dabei konnen die Ober- bzw. die
Unterseite der Leiterplatte oder auch die Oberseite der
Unterlage als Bezugsebene beriicksichtigt werden.
Der Percentage-Modus erlaubt die zusitzliche
Beriicksichtigung von Dickenschwankungen inner-









